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以下資料由華信光電科技股份有限公司及其推薦證券商永豐金證券股份有限公司提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。
以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：華信光電科技股份有限公司 (股票代號：3627 )

	輔導推薦證券商
	永豐金證券股份有限公司、元大寶來證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	永豐金證券股份有限公司    聯絡人：羅湘萍    聯絡電話：(02)23823255

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購華信光電科技股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	永豐金證券
	元大寶來證券
	元富證券
	台新綜合證券
	第一金證券

	認購日期
	102年3月20日

	認購股數（股）
	500,000
	100,000
	300,000
	100,000
	100,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	2.5%
	0.5%
	1.5%
	0.5%
	0.5%

	認購價格
	33元

	認購價格之訂定
依據及方式
	華信光電科技為一具全方位半導體雷射解決方案之供應商，主要營業項目為雷射二極體晶粒之製造及買賣，產品主要應用於光碟機、光纖網路、雷射印表機、條碼機、測距儀、水平儀等消費性與工業用產品。

股票價值的評估方法有很多種，各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。目前證券投資分析常用之股票評價方法主要包括市價法如本益比法(Price/Earnings Ratio，P/E Ratio)、股價淨値比法(Price/Book Value Ratio，P/B Ratio)，透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整；成本法亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；另自由現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method，DCF )則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。其中，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；自由現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在電子相關產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商認購華信光電科技公司僅就本益比法進行評估。經參酌華信光電公司上市(櫃)採樣同業聯鈞(上市公司，股票代號：3450)、前鼎(上櫃公司，股票代號：4908)及光環(上櫃公司，股票代號：3234)於台灣證券交易所及財團法人證券櫃檯買賣中心之本益比資訊，以本益比法方式之評估說明如下：
單位：倍

項目

公司

101年11月
101年12月
102年1月
平均

聯鈞(3450)

20.81

23.80

24.93
23.18

前鼎(4908)

10.57

10.38

10.11
10.35

光環(3234)
12.67

14.29

12.81
13.26

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站及台灣證券交易所網站

註：本益比 = 收盤價／每股稅後純益，其中每股稅後純益 = 該公司最近四季稅後純益／發行股數
由上表可知，華信光電公司採樣同業101年11月至102年1月平均本益比約介於10.35~23.18倍之間，若以華信光電101年(自結)之稅後每股盈餘4.29元(係以101年年底股本20,000仟股設算)，如以認購價格33.00元設算，本益比為7.69倍，低於同業平均水準間，惟考量該公司所比較之採樣同業皆為上市(櫃)公司，其股票之交易量及流通性均較興櫃市場佳，如將此一流動性風險納入評估，本次輔導推薦證券商認購華信光電股票之價格尚屬合理。

綜上，本次興櫃認購價格之訂定除參酌國際慣用之各項評價法計算該公司之合理價格，並考量華信光電經營績效、產業前景、股票市場及政經情勢、同業之市場狀況及流通性等因素後，由興櫃推薦證券商與該公司共同議定興櫃認購價格為每股33.00元，應尚屬合理。




	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	一、公司介紹：

華信光電科技於2007年3月由華上光電分割獨立，定位為具全方位半導體雷射解決方案之供應商。雷射二極體廣泛應用於光碟機、光纖網路、雷射印表機、條碼機、測距儀、水平儀等消費性與工業用產品，為不可或缺之關鍵零組件。該公司團隊自成立以來，即不斷致力於雷射二極體產品之開發、製造與行銷，經由幾年努力，從磊晶成長、晶粒製程、封裝測試到應用整合，已成功建立起完整之技術實力與競爭優勢，突破日本與歐美大廠壟斷情勢，在全球雷射二極體產業鏈中佔有極具競爭力之地位。
二、歷史沿革：
2000年  ： 於華上光電設立雷射二極體事業部
2001年  ： Sony DVD LD 代工產量 > 500k pcs/month

2002年  ： Sony DVD LD 代工產量 > 2kk  pcs/month
            自有品牌 650nm DVD LD 量產
2003年  ： 整體產量 > 4kk pcs/month

            自有品牌 635nm LD 發表
2004年  ： Melco DVD-RW LD 量產
            整體產量 > 6kk pcs/month

2005年  ： 自有品牌 3.3f TO-Can LD量產
            自有品牌 APC LD 發表
2006年  ： 自有品牌 850nm LD 發表
            自有品牌 780nm Lead Frame LD 發表
            自有品牌 9f TO-Can LD 發表
2007年  ： 自華上光電分割獨立為華信光電科技
           自有品牌 1310 & 1550nm LD chip發表
2008年  ：自有品牌 635nm/500mW C-mount LD 發表
           自有品牌 850nm VCSEL LD量產
2009年  ：808nm高功率LD 發表 & 

           雷射光學觸控模組(Touch Panel Module) 發表
2010年  ：光通訊Ball lens TO56/46封裝代工產量>900K pcs/month 

           635nm/4W CCP傳導冷卻紅光二極體陣列雷射發表 
           共晶型式熔接在TO封裝技術發展
2011年  ：830nm 100mW LD量產
           高功率氣密純銅9φ LD封裝
三、經營理念：
華信光電使命：承諾產製最高品質的雷射二極體產品，並且以創新的解決方案與持續精進的技術來服務雷射產業的客戶。

華信光電願景：致力成為雷射二極體領域的領導廠商，以提供創新的雷射解決方案為榮。

四、未來展望：
(1)
於光儲存方面，除持續開發雙波長雷射二極體，並適時引進國外技術共同開發藍光二極體雷射以因應Blu-Ray產業成長之需求。

(2)
因應具爆發性成長的『雷射顯示』而發展紅、綠、藍等高功率雷射。

(3)
針對現行市面上雷射滑鼠應用中之雷射缺失，開發新型面射型雷射二極體。

(4)
因應『光纖到家』快速成長而發展的『光纖通訊』雷射二極體及光偵測器。

(5)
發揮原本短波長專長依客戶需求量身打造之『雷射印表』、『雷射醫療』及『軍事用途』的雷射二極體。



                                                                          

	主要業務項目：
主要係從事雷射二極體產品之研發、製造及銷售。                                          

	產業上、中、下游之關聯性
A. 上游：磊晶成長

雷射二極體的發光波長與應用息息相關。開發新雷射二極體產品時，首先針對各應用面選定對應的材料系統，如砷化鎵系列產生紅光與近紅外光，磷化銦系列發紅外光，而氮化鎵系列發藍紫光。繼而在該材料系統中，設計相應的量子井結構，以有機金屬氣相沉積法(MOCVD)，將精確比例混合的化合物半導體材料均勻地成長在基板上，各層厚度均需精準地控制在奈米等級。
B. 中游：晶粒製作

雷射磊晶片藉由微影蝕刻、高溫擴散、金屬鍍膜、研磨拋光、劈裂裁切、光學鍍膜與自動測試等半導體製程，將雷射所需之光波導，導電電極與共振腔鏡面製作出來，成為完整的雷射晶粒結構。原始設計的雷射特性是否能達成，與晶粒製作的技術絕對相關，尤其是高功率雷射與複雜結構雷射(如雙波長雷射)，更是仰賴精密的晶粒製程而得以完成，可說是雷射二極體產業最關鍵的一環，凡世界一流雷射二極體大廠，無不將之視為核心競爭力的來源而全力耕耘。
C. 下游：封裝測試

雷射二極體的封裝最主要目標在達成三項要求。一、電連通(銲線)。二、光準直。三、散熱。為使雷射二極體的特性能正確的表現，必須同時兼顧晶粒黏著的強度與精度。再者，由於雷射晶粒的結構複雜，材質脆弱易損，因此封裝機台的動作細膩度影響良率至鉅。在測試方面，由於雷射二極體對環境溫度、凸波電流與靜電破壞極為敏感，包含高溫預燒(Burn In)與最終特性測試等設備，均需特殊設計以確保品質與生產良率的穩定。


	產品名稱
	產品圖示
及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度
營收金額(仟元)
	佔總營收
比重(%)

	雷射二極體
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	雷射二極體廣泛應用於光碟機、光纖網路、雷射印表機、條碼機、測距儀、水平儀等消費性與工業用產品，為不可或缺之關鍵零組件。
	726,139
	97.93%

	雷射模組
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	其他
	
	
	15,340
	2.07%

	合     計
	741,479
	100%


                                                                          

	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表(註1)  
單位：新台幣仟元                      

	年度
項目
	97年
	98年
	99年
	100年
	101年
	 102年截
至 2月份止
(自結數)(註2)

	營業收入
	1,053,107
	385,294
	493,097
	629,259
	741,479
	102,263

	營業毛利
	135,121
	16,577
	95,854
	150,566
	211,245
	30,289

	毛利率(%)
	12.83%
	4.30%
	19.44%
	23.93%
	28.49%
	29.62%

	營業外收入
	39,520
	19,373
	20,208
	9,841
	(677)
	2,388

	營業外支出
	2,075
	8,662
	11,772
	157
	5,941
	(31)

	稅前損益
	77,095
	(91,399)
	10,328
	58,055
	106,941
	15,263

	稅後損益
	36,225
	(91,311)
	2,833
	46,739
	93,741
	12,668

	每股盈餘（元）
	0.6
	(2.03)
	0.42
	2.9
	5.35
	0.63

	股利發放
	現金股利(元)
	0
	0
	0
	1.8
	-
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	0
	0
	0
	0
	-
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	0
	0
	0
	0
	-
	-


(註1)均係採ROC GAAP表達。
(註2)係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。
	最近五年度簡明資產負債表
         單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度
項目
	97年
	98年
	99年
	100年
	101年

	流動資產
	805,303
	552,544
	447,658
	538,495
	650,816

	基金及長期投資
	3,148
	0
	0
	0
	0

	固定資產
	375,642
	282,041
	205,883
	181,673
	133,636

	無形資產
	4,122
	2,494
	        1,833
	       1,543
	         1,201

	其他資產
	34,154
	27,596
	17,165
	11,613
	7,740

	資產總額
	1,222,369
	864,675
	672,539
	733,324
	793,393

	流動
負債
	分 配 前
	159,468
	99,084
	94,115
	108,161
	110,488

	
	分 配 後
	-
	-
	-
	-
	-

	長期負債
	0
	0
	0
	0
	0

	其他負債
	0
	4,481
	        4,481
	4,481
	4,481

	負債
總額
	分 配 前
	159,468
	103,565
	98,596
	112,642
	114,969

	
	分 配 後
	0
	0
	0
	0
	0

	股本
	600,000
	390,000
	200,000
	200,000
	200,000

	資本公積
	      375,589
	       375,300
	      371,110
	      371,110
	       371,110

	保留
盈餘
	分 配 前
	87,121
	(4,190)
	2,833
	49,572
	102,356

	
	分 配 後
	-
	-
	-
	-
	-

	長期股權投資
未實現跌價損失
	0
	0
	0
	0
	0

	累積換算調整數
	70
	0
	0
	0
	0

	股東權益總額
	分 配 前
	1,062,901
	761,110
	573,943
	620,682
	678,424

	
	分 配 後
	-
	-
	-
	-
	-


                                                                          

	最近三年度財務比率

	年  度
項  目
	99年
	100年
	101年

	財
務
比
率
	毛利率(%)
	19.44%
	23.93%
	28.49%

	
	流動比率(%)
	354.59%
	407.41%
	519.74%

	
	應收帳款天數(天)
	60
	55
	59

	
	存貨週轉天數(天)
	62
	59
	52

	
	負債比率(%)
	14.66%
	15.36%
	14.49%


                                                                          

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!!
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公司概況資料表
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